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VS 160UG Vacuum Soldering System
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Abmessungen:
i
1
Technische
Daten:
Heizplattengrofie: 160mm x 160mm
max. Bauteilhdhe: 50mm
max. Lottemperatur: 450°C
Aufheiz- und Abkiihlraten: max. 3 K/s
max. Heizplattenbeladung: 2,5kg
Prozessgas: Stickstoff und Formiergas
Stromversorgung: 400V / 16A
KiuhlwasseranschluR: 10 sim
Masse der Anlage: ca. 80 kg
Optionen:

Absolutdruckmessung

Drehschieberpumpe mit Zubehor (Adsorptionsfalle/Auspufffilter)
Software fiur Datalogging

Untergestell mit Gaseinspeisung und Adaptionsmoglichkeit fiir die Pumpe
HCOOH-Gaslinie mit integriertem Bubbler



